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(54)【発明の名称】 表示装置およびその製造方法、ならびに電子機器

(57)【要約】
【課題】  熱による有機電界発光素子の劣化を抑制し、
画素のレイアウトの自由度が高く開口率を向上させるこ
とのできる画像表示装置を提供する。
【解決手段】  有機電界発光素子１３上に、保護層２６
を介して、熱伝導層２８を含む熱放散領域２７を形成す
る。有機電界発光素子１３から外れた位置に、接続ポイ
ントとして第１および第２のプラグ３１，３２を形成す
る。フレキシブルプリント配線板１８の複数の孔１８
Ａ，１８Ｂと第１および第２のプラグ３１，３２とを位
置合わせし、複数の孔１８Ａ，１８Ｂ内で半田を溶解す
ることにより電気的接続部１８Ｅを形成し、フレキシブ
ルプリント配線板と第１および第２のプラグ３１，３２
とを電気的に接続する。半田の溶解熱は、矢印Ｂに示し
たように、熱伝導層２８を介して分散される。熱放散領
域２７は断熱層２９を含むので、半田の溶解熱はまず断
熱層２９で遮断される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と、
前記基板上に、第１の電極層と、有機電界発光層と、第
２の電極層とをこの順に配設した構造を有する有機電界
発光素子と、
前記有機電界発光素子の前記基板と反対側に設けられる
とともに、少なくとも一層の熱伝導層を含む熱放散領域
と、
前記有機電界発光素子から外れた位置に形成されるとと
もに、前記熱放散領域を貫通し、前記第１の電極層に到
達する導電性の第１のプラグと、
前記有機電界発光素子から外れた位置に形成されるとと
もに、前記熱放散領域を貫通し、前記第２の電極層に到
達する導電性の第２のプラグと、
周縁および内周面に導電膜が形成された複数の孔を前記
第１および第２のプラグに対応する位置に有する配線基
板と、
前記配線基板の複数の孔それぞれにおいて、前記配線基
板の導電膜と前記第１または第２のプラグとを電気的に
接続してなる電気的接続部とを備えたことを特徴とする
表示装置。
【請求項２】  前記有機電界発光素子と前記熱放散領域
との間に、前記有機電界発光素子を保護するための保護
層を備えたことを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】  前記熱放散領域は、一層の熱伝導層と、
この熱伝導層の一方の面に接して設けられた一層の断熱
層とを含むことを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項４】  前記熱放散領域は、前記熱伝導層の他方
の面に接して設けられた他の断熱層を含むことを特徴と
する請求項３記載の表示装置。
【請求項５】  前記熱伝導層または前記断熱層はポリマ
ーから構成されていることを特徴とする請求項３記載の
表示装置。
【請求項６】  前記熱伝導層は金属，窒化アルミニウム
（ＡｌＮ），ＤＬＣ（Diamond Like Carbon ）または窒
化ホウ素（ＢＮ）から構成され、前記断熱層はポリイミ
ドまたはポリサルフォンから構成されていることを特徴
とする請求項３記載の表示装置。
【請求項７】  前記基板の周縁部において、前記熱伝導
層の周縁部が露出していることを特徴とする請求項１記
載の表示装置。
【請求項８】  基板上に、第１の電極層と、有機電界発
光層と、第２の電極層とを備えた有機電界発光素子を形
成する工程と、
前記有機電界発光素子の前記基板と反対側に、少なくと
も一層の熱伝導層を含む熱放散領域を形成する工程と、
前記有機電界発光素子から外れた位置に、前記熱放散領
域を貫通するとともに前記第１の電極層に達する導電性
の第１のプラグを形成する工程と、
前記有機電界発光素子から外れた位置に、前記熱放散領*
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*域を貫通するとともに前記第２の電極層に達する導電性
の第２のプラグを形成する工程と、
周縁および内周面に導電膜が形成された複数の孔を前記
第１および第２のプラグに対応する位置に有する配線基
板を、前記基板に位置合わせした後、前記複数の孔それ
ぞれに導電性物質を充填する工程と、
前記導電性物質を加熱溶融させることにより電気的接続
部を形成し、前記配線基板の導電膜と前記第１のプラグ
または第２のプラグとを接続させる工程とを含むことを
特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項９】  前記有機電界発光素子を形成する工程と
前記熱放散領域を形成する工程との間に、前記有機電界
発光素子を保護するための保護層を形成する工程を含む
ことを特徴とする請求項８記載の表示装置の製造方法。
【請求項１０】  前記熱放散領域を形成する工程におい
て、一層の熱伝導層を形成した後、前記熱伝導層上に一
層の断熱層を形成することを特徴とする請求項８記載の
表示装置の製造方法。
【請求項１１】  前記熱放散領域を形成する工程におい
て、一層の断熱層を形成した後、前記断熱層上に熱伝導
層を形成し、前記熱伝導層上に他の断熱層を形成するこ
とを特徴とする請求項１０記載の表示装置の製造方法。
【請求項１２】  前記熱伝導層および前記断熱層を真空
中で蒸着またはスパッタリングにより形成することを特
徴とする請求項１０記載の表示装置の製造方法。
【請求項１３】  表示装置を含む電子機器であって、
前記表示装置が、
基板と、
前記基板上に、第１の電極層と、有機電界発光層と、第
２の電極層とをこの順に配設した構造を有する有機電界
発光素子と、
前記有機電界発光素子の前記基板と反対側に設けられる
とともに、少なくとも一層の熱伝導層を含む熱放散領域
と、
前記有機電界発光素子から外れた位置に形成されるとと
もに、前記熱放散領域を貫通し、前記第１の電極層に到
達する導電性の第１のプラグと、
前記有機電界発光素子から外れた位置に形成されるとと
もに、前記熱放散領域を貫通し、前記第２の電極層に到
達する導電性の第２のプラグと、
周縁および内周面に導電膜が形成された複数の孔を前記
第１および第２のプラグに対応する位置に有する配線基
板と、
前記配線基板の複数の孔それぞれにおいて、前記配線基
板の導電膜と前記第１または第２のプラグとを電気的に
接続してなる電気的接続部とを備えたことを特徴とする
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置、特に、
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電流が注入されることにより発光する有機化合物を構成
要素に含む有機電界発光素子を備えた有機ＥＬ（Electr
oluminescence ）ディスプレイに関する。本発明は、ま
た、この表示装置の製造方法、およびこの表示装置を用
いた電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、表示装置（ディスプレイ）として
は、据え置き型のブラウン管すなわちＣＲＴ（Cathode 
Ray Tube）装置や、携帯用や薄型化の要求を満たすため
のフラットパネルディスプレイがある。ブラウン管は輝
度が高く、色再現性が良いために現在多用されている
が、占有容量が大きい、重い、消費電力が大きい等の問
題点が指摘されている。一方、フラットパネルディスプ
レイは、軽量であり、ブラウン管よりも発光効率に優れ
ており、コンピュータやテレビジョンの画面表示用とし
て期待されている。現在、フラットパネルディスプレイ
では、アクティブマトリクス駆動方式の液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ；Liquid Crystal Display）が商品化されて
いる。このＬＣＤは、自ら発光せずに外部よりの光（バ
ックライト）を受けて表示するタイプのディスプレイで
あり、視野角が狭い、自発光型ではないために周囲が暗
い環境下ではバックライトの消費電力が大きい、今後実
用化が期待されている高精細度の高速のビデオ信号に対
して十分な応答性能を備えていない等の問題点が指摘さ
れている。
【０００３】このような種々の問題点を解決する可能性
のあるディスプレイとして、近年、電流が注入されるこ
とにより発光する有機発光材料を用いた有機ＥＬディス
プレイが注目されている。この有機ＥＬディスプレイ
は、バックライトが不要である自発光型のフラットパネ
ルディスプレイであり、自発光型ディスプレイに特有の
視野角の広いディスプレイが実現できるという利点を有
する。また、必要な画素のみを点灯させればよいために
更なる消費電力の低減を図ることが可能であると共に、
上述の高精細度の高速のビデオ信号に対して十分な応答
性能を備えていると考えられている。
【０００４】有機ＥＬディスプレイは以上のような利点
を有することから、従来は液晶ディスプレイが主流であ
ったフラットパネルディスプレイ用途への開発が進めら
れてきている。近年では、発光材料などの進歩により、
有機ＥＬ素子は高効率化、長寿命化およびフルカラー化
が達成されつつあり、ディスプレイとしての実用化が目
されている。
【０００５】有機ＥＬディスプレイを構成する素子とし
ては、透明基板上に透明導電膜よりなる短冊状の電極層
（陽極）が形成されており、この透明電極層と交差する
ように有機電界発光層および金属薄膜よりなる短冊状の
電極層（陰極）が形成され、透明電極層と金属電極層と
で有機電界発光層を挟んだ構造を有する有機電界発光素
子が知られている。この有機電界発光素子では、透明電
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極層と金属電極層とがマトリクス構造を形成しており、
選択された透明電極層と金属電極層との間に電圧を印加
して有機電界発光層に電流を流すことによって、画素を
発光させる。
【０００６】透明電極層および金属電極層の端部には、
両電極間に電圧を印加するための駆動用ＩＣ（Integrat
ed Circuit；集積回路）あるいは駆動用ＩＣが実装され
た駆動回路基板、または外部への接続用のフレキシブル
プリント配線板などが電気的に接続される。この電気的
接続は、従来では、微小ピッチに対応できて取り扱いの
容易なＡＣＦ（Anisotropic Conductive Film ；異方性
導電膜）を介して行われている。ＡＣＦは、熱硬化性樹
脂などの接着剤（バインダ）にニッケル（Ｎｉ），半田
などの金属粒子やカーボン粒子などの導電粒子を分散さ
せ、厚さ約２０μｍのシート状に成形したものである。
ＡＣＦの接合の際には、まずＡＣＦを仮圧着した後、接
合されるべき基板等を位置合わせし、２００～２５０℃
の温度で２０～３０分間、２０～３０ｋｇ／ｃｍ2 の圧
力を加えて本圧着（ボンディング）する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、有機電
界発光素子を構成している有機化合物の耐えうる温度は
８０℃程度である。上述のようにＡＣＦの接合には２０
０～２５０℃の高温を２０～３０分間にわたって加える
必要があるので、接合の際の熱によって有機電界発光素
子が劣化する虞がある。このため、有機電界発光素子の
近傍での接合はできなかった。
【０００８】このようなことから、本出願人と同一出願
人は先に、上記問題を解決し、有機電界発光素子の近傍
での電気的接続を可能とするディスプレイ装置を提案し
た（特願２０００－３６８６６３）。このディスプレイ
装置は、基板上の有機電界発光素子に重ならない位置に
導電性の金属膜を設ける一方、フレキシブルプリント配
線板に複数の穴を形成してその穴の周囲部分に導電性の
接続部分を形成しておき、基板上の導電性の金属膜とフ
レキシブルプリント配線板の複数の穴とを位置合わせ
し、この複数の穴に半田ボールを投入してレーザ光によ
り溶解し、これにより導電性の金属膜とフレキシブルプ
リント配線板とを電気的に接続するように構成したもの
である。
【０００９】しかしながら、上記構成においては、溶解
された半田ボールの周辺に熱が集中し、この熱により有
機電界発光層、ひいては有機電界発光素子が劣化する虞
がある。これを避けるため、基板とフレキシブルプリン
ト配線板との接合部分を有機電界発光素子から十分離す
などの対策が必要になり、ディスプレイ内部の画素のレ
イアウトに対する制約、具体的には開口率の低下などの
問題が生じる可能性がある。
【００１０】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも
ので、その目的は、熱による有機電界発光素子の劣化を
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5
抑制し、画素のレイアウトの自由度が高く開口率を向上
させることのできる表示装置およびその製造方法、なら
びに電子機器を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】本発明による表示装置
は、基板と、基板上に、第１の電極層と、有機電界発光
層と、第２の電極層とをこの順に配設した構造を有する
有機電界発光素子と、有機電界発光素子の基板と反対側
に設けられるとともに、少なくとも一層の熱伝導層を含
む熱放散領域と、有機電界発光素子から外れた位置に形
成されるとともに、熱放散領域を貫通し、第１の電極層
に到達する導電性の第１のプラグと、有機電界発光素子
から外れた位置に形成されるとともに、熱放散領域を貫
通し、第２の電極層に到達する導電性の第２のプラグ
と、周縁および内周面に導電膜が形成された複数の孔を
第１および第２のプラグに対応する位置に有する配線基
板と、配線基板の複数の孔それぞれにおいて、配線基板
の導電膜と第１または第２のプラグとを電気的に接続し
てなる電気的接続部とを備えたものである。
【００１２】本発明による表示装置の製造方法は、基板
上に、第１の電極層と、有機電界発光層と、第２の電極
層とを備えた有機電界発光素子を形成する工程と、有機
電界発光素子の基板と反対側に、少なくとも一層の熱伝
導層を含む熱放散領域を形成する工程と、有機電界発光
素子から外れた位置に、熱放散領域を貫通するとともに
第１の電極層に達する導電性の第１のプラグを形成する
工程と、有機電界発光素子から外れた位置に、熱放散領
域を貫通するとともに第２の電極層に達する導電性の第
２のプラグを形成する工程と、周縁および内周面に導電
膜が形成された複数の孔を第１および第２のプラグに対
応する位置に有する配線基板を、基板に位置合わせした
後、複数の孔それぞれに導電性物質を充填する工程と、
導電性物質を加熱溶融させることにより電気的接続部を
形成し、配線基板の導電膜と第１のプラグまたは第２の
プラグとを接続させる工程とを含むようにしたものであ
る。
【００１３】本発明による電子機器は、表示装置を含む
ものであって、表示装置が、基板と、基板上に、第１の
電極層と、有機電界発光層と、第２の電極層とをこの順
に配設した構造を有する有機電界発光素子と、有機電界
発光素子の基板と反対側に設けられるとともに、少なく
とも一層の熱伝導層を含む熱放散領域と、有機電界発光
素子から外れた位置に形成されるとともに、熱放散領域
を貫通し、第１の電極層に到達する導電性の第１のプラ
グと、有機電界発光素子から外れた位置に形成されると
ともに、熱放散領域を貫通し、第２の電極層に到達する
導電性の第２のプラグと、周縁および内周面に導電膜が
形成された複数の孔を第１および第２のプラグに対応す
る位置に有する配線基板と、配線基板の複数の孔それぞ
れにおいて、配線基板の導電膜と第１または第２のプラ
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グとを電気的に接続してなる電気的接続部とを備えたも
のである。
【００１４】本発明による表示装置またはその製造方法
では、基板上に形成された有機電界発光素子と、この有
機電界発光素子の第１および第２の電極層に電気的に接
続された配線基板との間に、少なくとも一層の熱伝導層
を含む熱放散領域を設けたので、製造プロセスにおいて
発生あるいは外部から加えられた熱、または表示装置の
稼動中に有機電界発光素子内などにおいて発生した熱を
一点集中させずに、熱伝導層を介して分散させることが
できる。したがって、有機電界発光素子の有機電界発光
層に伝わる熱が著しく低減され、熱による有機電界発光
層に対する悪影響が抑えられ、有機電界発光素子の劣化
を防ぐことができる。
【００１５】本発明による電子機器では、本発明による
表示装置を用いているので、熱による有機電界発光層に
対する悪影響が軽減され、ひいては有機電界発光素子の
劣化を防止することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】図６は、本発明の一実施の形態に係る電子
機器の全体構成を表している。図６に示した電子機器１
０は、具体的には、例えばテレビジョン受像機として用
いられるものである。電子機器１０は、表示装置１１を
備えている。表示装置１１は、具体的には、有機電界発
光素子を備えた有機ＥＬ（Electroluminescence ）ディ
スプレイである。表示装置１１は、外側ケース１１Ａ内
に、例えば可視光領域で透明なガラスまたはプラスチッ
クからなる基板１２を有している。この基板１２は光を
取り出す面（フェースプレート）を兼ねており、ユーザ
は、基板１２の表面１２Ａ側から表示された画像を見る
ことができる。
【００１８】図１は、表示装置１１の一部を基板１２の
裏面１２Ｂ側から見た拡大分解斜視図である。基板１２
の裏面１２Ｂ側には、有機電界発光素子１３を駆動する
ための駆動用ＩＣ１６が実装された複数の駆動回路基板
１７が配設されている。基板１２と、駆動回路基板１７
のそれぞれとは、フレキシブルプリント配線板１８を介
して電気的に接続される。このように、一枚の基板１２
に対して複数の駆動回路基板１７を設けることにより、
配線を短くして配線抵抗による電圧降下を防止するとも
に、駆動回路基板１７または駆動用ＩＣ１６の交換やメ
ンテナンスが容易になるという利点がある。ここで、フ
レキシブルプリント配線板が、本発明における「配線基
板」に対応している。
【００１９】基板１２の裏面１２Ｂには、図２に示した
ように、全面にわたって、複数の有機電界発光素子１３
すなわち画素（発光点）１４が２次元に配置形成されて
いる。画素１４の隙間には、各ライン毎に、円形形状の
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7
接続ポイント１５が、一定間隔で設けられている。な
お、基板１２の端部には、例えば正方形形状のアライン
メントマーク１２Ｃが設けられている。
【００２０】図１に示したフレキシブルプリント配線板
１８には、接続ポイント１５に対応して、複数の孔（図
２には図示せず。図３および図４参照）が形成されてい
る。この複数の孔についての詳細は後述する。さらに、
フレキシブルプリント配線板１８には、図示しないが、
基板１２のアラインメントマーク１２Ｃに対応するアラ
インメントマークが形成されており、これらのアライン
メントマークを利用してフレキシブルプリント配線板１
８の複数の孔と基板１２上の接続ポイント１５とを位置
合わせして、後述するように例えば半田により接合する
ことができる。なお、フレキシブルプリント配線板１８
と駆動回路基板１７との電気的接続は、コネクタ１７Ａ
を介して行われている。また、駆動回路基板１７どうし
は、コネクタ１７Ｂを介して、別のフレキシブルプリン
ト配線板１９により相互に電気的に接続されている。
【００２１】有機電界発光素子１３は、図３および図４
に示したように、基板１２の裏面１２Ｂ上に、基板側保
護層２１を介して形成されている。なお、図３および図
４に示した有機電界発光素子１３は、図２において例え
ば左上隅に位置する、周囲の二箇所に接続ポイント１５
を有する画素１４に対応している。有機電界発光素子１
３は、図２に示したように、周囲に一つも接続ポイント
１５を有しないもの（例えば図２の中央付近の画素１
４）や、周囲の一箇所に接続ポイント１５が設けられて
いるもの（例えば図２の左下隅の画素１４）もある。
【００２２】基板１２としては、上述のように、可視光
領域で透明なガラスまたはプラスチックからなる基板を
用いる。ガラス基板の場合には、例えばソーダガラス、
無アルカリガラスまたは石英ガラスなどが用いられる。
一方、プラスチック基板の場合には、例えばポリカーボ
ネート（ＰＣ），フッ素ポリイミド（ＰＩ），アクリル
樹脂（ＰＭＭＡ），ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ），ポリアリレート（ＰＡＲ），ポリエーテルスルフ
ォン（ＰＥＳ），ポリエーテルニトリル（ＰＥＮ），シ
クロ・オレフィン系樹脂などを用いることができる。
【００２３】基板側保護層２１は、可視光領域で透明で
あり、本実施の形態では例えば酸窒化ケイ素（ＳｉＯ
Ｎ）から構成されている。基板側保護層２１は、また、
水分や酸素等が有機電界発光素子１３内に侵入すること
を防止し、有機電界発光素子１３の劣化を防止するため
のパッシベーションとしての機能を有する。なお、基板
側保護層２１には、反射防止特性が付与されていること
が望ましい。これは、有機電界発光素子１３内で発生し
た光が基板１２により反射されるのを防ぎ、基板１２の
光透過率を向上させるためである。また、基板１２の表
面１２Ａにも基板側保護層２１と同様の保護層を設けて
もよい。
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【００２４】有機電界発光素子１３は、第１の電極層２
２と、有機電界発光層２３と、第２の電極層２４とが積
層された構造を有しており、第１の電極２２と第２の電
極２４との交点が画素（発光点）１４に相当する。第１
の電極層２２は、効率良く正孔を正孔輸送層に注入する
ために真空準位からの仕事関数が大きく、かつ、基板１
２の側から光を取り出すために可視光領域で透明である
ことが望ましい。このような第１の電極層２２の材料と
して、具体的には、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ；Indi
um Tin Oxide），酸化スズ（ＳｎＯ

2 
），酸化亜鉛（Ｚ

ｎＯ）が挙げられる。特に、生産性、制御性の観点から
は、ＩＴＯを用いるのが好ましい。
【００２５】第１の電極層２２は、平面形状においてス
トライプ状に形成されており、隣接する第１の電極層２
２相互間は、絶縁層２５により絶縁されている。絶縁層
２５は、また、第１の電極層２２と第２の電極層２４と
の間の短絡を防ぐ機能も有している。本実施の形態で
は、絶縁層２５は窒化ケイ素（ＳｉＮ）から構成されて
いるので、電気絶縁性のみならず、水分や酸素にたいす
るバリア特性をも期待できる。
【００２６】有機電界発光層２３は、第１の電極層２２
の側から順に、例えば、正孔輸送層、発光層および電子
輸送層が積層されてなる有機化合物層である。正孔輸送
層は、第１の電極層２２から注入された正孔を発光層ま
で輸送し、一方、電子輸送層は、第２の電極層２４から
注入される電子を発光層に輸送する。発光層は、第２の
電極層２４および第１の電極層２２間に電圧が印加され
たときに、第２の電極層２４および第１の電極層２２の
それぞれから電子および正孔が注入され、さらにこれら
電子および正孔が再結合する領域である。発光層は、発
光効率が高い材料、例えば、低分子蛍光色素，蛍光性の
高分子，金属錯体等の有機材料から構成されている。こ
のように、有機電界発光層２３は、キャリア輸送性が互
いに異なる材料からなる複数の層の積層構造となってい
るので、第１の電極層２２および第２の電極層２４から
のキャリア注入効率およびキャリア再結合効率を向上さ
せることができる。なお、有機電界発光層２３は上記の
３層構造に限らず、例えば正孔輸送層または電子輸送層
に発光材料をドープすることにより、正孔輸送層を兼ね
る発光層と電子輸送層との２層構造、または正孔輸送層
と電子輸送層を兼ねる発光層との２層構造としてもよ
い。
【００２７】第２の電極層２４は、効率良く電子を注入
するために真空準位からの仕事関数が小さい材料から構
成されることが好ましい。具体的には、例えば、アルミ
ニウム（Ａｌ），インジウム（Ｉｎ），マグネシウム
（Ｍｇ），銀（Ａｇ），カルシウム（Ｃａ），バリウム
（Ｂａ），リチウム（Ｌｉ）が挙げられる。これらの金
属は単体で用いてもよく、または、他の金属との合金と
して安定性を高めて使用してもよい。



(6) 特開２００３－８６３６２

10

20

30

40

50

9
【００２８】有機電界発光素子１３の表面全体は、保護
層２６により覆われている。保護層２６は、有機電界発
光素子１３の劣化防止および動作信頼性の保障のため
に、有機電界発光素子１３を封止し、酸素や水分を遮断
するものである。したがって、保護層２６は、気密性を
保つことが可能な材料から構成されることが必要であ
る。具体的には、例えば、酸化ケイ素（ＳｉＯ

x 
），窒

化ケイ素（ＳｉＮ
x 
），酸化アルミニウム（Ａｌ

2 
Ｏ
3 
），窒化アルミニウム（ＡｌＮ）が挙げられる。

本実施の形態では、例えば、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）
を使用している。
【００２９】本実施の形態においては、保護層２６の表
面に、さらに、熱放散領域２７が設けられている。熱放
散領域２７は、後述するように、少なくとも一層の熱伝
導層２８を含んでいる。これにより、熱放散領域２７
は、表示装置１１の製造プロセスにおいて発生あるいは
外部から加えられた熱、または表示装置１１の稼動中に
有機電界発光素子１３内などにおいて発生した熱を一点
集中させずに、熱伝導層２８を介して分散させることが
できるようになっている。この熱放散領域２７の上に、
接着剤３０を介してフレキシブルプリント配線板１８が
接着されている。この接着剤３０としては、例えばアク
リル系粘着剤を用いることができる。
【００３０】保護層２６および熱放散領域２７には、上
述の接続ポイント１５として、有機電界発光素子１３か
ら外れた位置に、第１のプラグ３１および第２のプラグ
３２が形成されている。第１のプラグ３１は、保護層２
６および熱放散領域２７を貫通して、一端は第１の電極
層２２に達し、他端には接着剤３０を貫通する第１の電
極パッド３１Ａが形成されている。また、第２のプラグ
３２は、保護層２６および熱放散領域２７を貫通して、
一端は第２の電極層２４に達し、他端には接着剤３０を
貫通する第２の電極パッド３２Ａが形成されている。第
１および第２のプラグ３１，３２は例えばニッケル（Ｎ
ｉ）から構成されており、第１および第２の電極パッド
３１Ａ，３２Ａは例えば金（Ａｕ）から構成されてい
る。なお、第１および第２の電極パッド３１Ａ，３２Ａ
は、金の代わりに、半田や銅（Ｃｕ）、あるいは金をめ
っきしたニッケルから構成してもよい。
【００３１】さらに、接続ポイント１５としての第１の
プラグ３１および第２のプラグ３２に対応して、フレキ
シブルプリント配線板１８には、複数の孔１８Ａ，１８
Ｂが形成されている。これらの複数の孔１８Ａ，１８Ｂ
の周縁および内周面には、例えば銅，銀（Ａｇ）または
カーボンなどからなる導電膜１８Ｃ，１８Ｄが設けられ
ている。複数の孔１８Ａ，１８Ｂの中には、例えば半田
などの導電性物質からなる電気的接続部１８Ｅが形成さ
れ、これにより、フレキシブルプリント配線板１８と接
続ポイント１５としての第１および第２のプラグ３１，
３２とが接合されている。なお、電気的接続部１８Ｅに
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用いられる半田は、無鉛半田であることが望ましい。
【００３２】次に、熱放散領域の構成および作用につい
てさらに詳細に説明する。上述したように、熱放散領域
２７は、熱伝導層２８を含み、表示装置１１の製造プロ
セスにおいて発生する熱あるいは外部から加えられた
熱、または表示装置１１の稼動中に有機電界発光素子１
３内などにおいて発生した熱を熱伝導層２８を介して分
散させることができる。ここでは、電気的接続部１８Ｅ
を形成する際の半田の溶解熱を例として、熱放散領域２
７の作用を図３と図５とを比較して説明する。
【００３３】電気的接続部１８Ｅを形成する際に加熱溶
融された半田の溶解熱は、まず電気的接続部１８Ｅの周
辺に一点集中しているが、熱放散領域２７が設けられて
いない図５の構成においては、矢印Ａに示したように、
この集中した熱がすべて第１および第２のプラグ３１，
３２を介して有機電界発光素子１３の有機電界発光層２
３へ到達してしまい、有機電界発光素子１３を劣化させ
る虞がある。これに対して、本実施の形態においては、
熱伝導層２８を含む熱放散領域２７を設けたので、電気
的接続部１８Ｅの周辺に一点集中している熱は、図３の
矢印Ｂに示したように、第１および第２のプラグ３１，
３２を介して有機電界発光素子１３へ伝わる途中で熱伝
導層２８に伝わり、熱伝導層２８を介して分散する。し
たがって、図３の矢印Ｃのように有機電界発光素子１３
に伝わる熱は著しく低減されるので、熱による有機電界
発光素子１３の有機電界発光層２３への悪影響が軽減さ
れ、有機電界発光素子１３の劣化を防ぐことができる。
【００３４】さらに、本実施の形態の熱放散領域２７に
は、図３および図４に示したように、熱伝導層２８の上
に断熱層２９が設けられている。この場合、電気的接続
部１８Ｅを形成する際の半田の溶解熱は、まず断熱層２
９により遮断される。そして、断熱層２９により遮断さ
れなかった余剰の熱だけが熱伝導層２８内で分散される
ことになり、有機電界発光素子１３の有機電界発光層２
３に伝わる熱を一層減少させることができる。
【００３５】このような熱伝導層２８および断熱層２９
は、例えば、ポリマーから構成される。より好ましく
は、熱伝導層２８は、金属，窒化アルミニウム（Ａｌ
Ｎ），ＤＬＣ（Diamond Like Carbon ）または窒化ホウ
素（ＢＮ）から構成され、断熱層２９はポリイミドまた
はポリサルフォンから構成される。また、基板１２の周
縁部においては、図３および図４に示したように断熱層
２９を基板１２よりも少し小さめに成形するなどの方法
により、熱伝導層２８の周縁部２８Ａを露出させ、これ
により熱伝導層２８内に分散した熱を放出できるように
することが極めて望ましい。
【００３６】熱放散領域２７の熱伝導層２８および断熱
層２９の膜厚は、例えば１００ｎｍ～１ｍｍ程度とする
ことができるが、これに限定されるものではなく、有機
電界発光層２３の材料や保護層２６の膜厚などを考慮し
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11
て適宜設定してよい。
【００３７】また、熱放散領域２７を設ける位置は、図
３および図４に示したように、保護層２６とフレキシブ
ルプリント配線板１８との間とすることが好ましい。こ
れは、保護層２６に伝わる熱が少なくなるので、保護層
２６の材料の選択の幅が広くなるからである。ただし、
熱放散領域２７は、図７に示したように、有機電界発光
素子１３と保護層２６との間に設けてもよい。
【００３８】このような構成を有する表示装置１１およ
び電子機器１０は、以下のようにして製造することがで
きる。
【００３９】まず、基板１２上に、例えば反応性高周波
スパッタリングにより、例えば酸窒化ケイ素からなる基
板側保護層２１を形成する。次に、例えば反応性直流ス
パッタリングにより、例えばＩＴＯからなる第１の電極
層２２を形成する。
【００４０】第１の電極層２２の上に、有機電界発光層
２３を形成する。有機電界発光層２３は、例えば真空蒸
着法により、正孔輸送層、発光層および電子輸送層をこ
の順に成膜することにより形成する。正孔輸送層は、例
えば、４，４’，４”－トリス（３－メチルフェニルフ
ェニルアミノ）トリフェニルアミン（ｍ－ＭＴＤＡＴ
Ａ）を成膜することにより形成する。発光層は、例え
ば、ビス［（Ｎ－ナフチル）－Ｎ－フェニル］ベンジジ
ン（α－ＮＰＤ）を成膜することにより形成する。そし
て、電子輸送層は、例えば、８－キノリノールアルミニ
ウム錯体（Ａｌｑ）を成膜することにより形成する。
【００４１】続いて、有機電界発光層２３上に、例えば
真空蒸着法により、例えばＡｌ－Ｌｉ合金よりなる第２
の電極層２４を形成する。このようにして、有機電界発
光素子１３が作製される。さらに、例えば反応性高周波
スパッタリングにより、例えば酸窒化ケイ素よりなる保
護層２６を形成し、有機電界発光素子１３を覆う。
【００４２】保護層２６の上に、熱放散領域２７として
熱伝導層２８と断熱層２９とを順に成膜する。まず、例
えば真空蒸着またはスパッタリング法により、金属，窒
化アルミニウム，ＤＬＣまたは窒化ホウ素からなる熱伝
導層２８を形成し、次いで、ポリイミドまたはポリサル
フォンからなる断熱層２９を形成する。さらに、断熱層
２９の上に、フレキシブルプリント配線板１８を接着す
るための接着剤３０を塗布する。
【００４３】ここで、例えばドライエッチング法によ
り、保護層２６、熱放散領域２７の熱伝導層２８および
断熱層２９、ならびに接着剤３０を貫通して第１または
第２の電極２２，２４に達するコンタクトホールを形成
する。このコンタクトホール内に、例えばスパッタリン
グまたは蒸着により、ニッケルを埋め込み、第１のプラ
グ３１および第２のプラグ３２を形成する。第１のプラ
グ３１および第２のプラグ３２の先端には、同じくスパ
ッタリングまたは蒸着により、金を埋め込み、電極パッ
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ド３１Ａ，３２Ａを形成する。
【００４４】最後に、フレキシブルプリント配線板１８
を基板１２に整合させて、フレキシブルプリント配線板
１８の複数の孔１８Ａ，１８Ｂ内に導電性物質として例
えば半田ボールを投入し、レーザ光により溶解させる。
これにより、複数の孔１８Ａ，１８Ｂ内に半田からなる
電気的接続部１８Ｅが形成され、フレキシブルプリント
配線板１８と第１および第２のプラグ３１，３２との電
気的接続が行われる。その後、フレキシブルプリント配
線板１８を接着剤３０を用いて接着し、さらに、図１に
示したように、駆動用ＩＣ１６を実装した駆動回路基板
１７をコネクタ１７Ａを介してフレキシブルプリント配
線板１８に接続する。こうして完成した表示装置１１
を、図６に示したように、外側ケース１１Ａに収納し、
電子機器１０として完成させる。
【００４５】この有機電界発光素子１０では、第１の電
極層２２と第２の電極層２４との間に所定の電圧が印加
されることにより、第１の電極層２２および第２の電極
層２４からそれぞれ正孔および電子が注入される。これ
ら正孔および電子は、正孔輸送層および電子輸送層を介
して発光層に輸送され、これらが再結合することにより
発光が起こり、この光は基板１２の主面に対して垂直な
方向に（表面１２Ａ側へ）取り出される。
【００４６】このように、本実施の形態によれば、有機
電界発光素子１３の上に、少なくとも一層の熱伝導層２
８を含む熱放散領域２７を設けたので、表示装置１１の
製造プロセスにおいて発生あるいは外部から加えられた
熱、または表示装置１１の稼動中に有機電界発光素子１
３内などにおいて発生した熱を一点集中させずに、熱放
散領域２７の熱伝導層２８を介して分散させることがで
きる。例えば、電気的接続部１８Ｅを形成する際の半田
の溶解熱を、電気的接続部１８Ｅの周辺に一点集中させ
ず、熱伝導層２８を介して分散させ、有機電界発光素子
１３に伝わる熱を著しく低減させることができる。この
ように、熱放散領域２７を設けることにより、熱による
有機電界発光素子１３の有機電界発光層２３への悪影響
が軽減され、有機電界発光素子１３の劣化を防ぐことが
できる。したがって、この表示装置１１においては、画
素のレイアウトの自由度が高くなり、開口率を向上させ
ることができる。
【００４７】さらに、本実施の形態では、熱伝導層２８
の上に断熱層２９が設けられているので、例えば、半田
の溶解熱は、まず断熱層２９により遮断され、断熱層２
９により遮断されなかった余剰の熱だけが熱伝導層２８
内で分散されることになり、有機電界発光素子１３の有
機電界発光層２３に伝わる熱を一層減少させることがで
きる。
【００４８】また、本実施の形態では、熱放散領域２７
を設ける位置を、保護層２６とフレキシブルプリント配
線板１８との間としたので、保護層２６に伝わる熱が少



(8) 特開２００３－８６３６２

10

20

30

40

50

13
なくなり、保護層２６の材料の選択の幅が広くなる。
【００４９】加えて、本実施の形態では、熱伝導層２８
および断熱層２９は、例えば、ポリマーから構成され、
より好ましくは、熱伝導層２８は、金属，窒化アルミニ
ウム（ＡｌＮ），ＤＬＣまたは窒化ホウ素（ＢＮ）から
構成され、断熱層２９はポリイミドまたはポリサルフォ
ンから構成される。このように、熱伝導層２８および断
熱層２９は容易に入手可能な一般的な材料から構成さ
れ、しかも、成膜方法は真空中での蒸着またはスパッタ
リングなどの一般的な方法を採用することができる。
【００５０】また、本実施の形態では、基板１２の周縁
部において、熱伝導層２８の周縁部を露出させるので、
熱伝導層２８内に分散した熱を放出することができ、有
機電界発光素子の劣化が効果的に防止される。
【００５１】以上、実施の形態を挙げて本発明を説明し
たが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではな
く、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態で
は、熱放散領域２７が、熱伝導層２８の上に断熱層２９
を積層した２層構造を有する場合について説明した。し
かしながら、例えば図８に示したように、断熱層２９を
熱伝導層２８の下に設けた２層構造も可能である。ま
た、断熱層２９を省略して熱伝導層２８のみの単層構造
としても、熱放散領域２７の目的は達し得る。
【００５２】また、例えば図９に示したように、２層の
断熱層２９Ａ，２９Ｂにより熱伝導層２８を挟む３層構
造も可能である。なお、熱放散領域２７の構造の変形例
は、図８および図９に示したものに限られず、表示装置
１１の厚みに影響ない限り、例えば熱伝導層２８と断熱
層２９とを互いに積層した多層構造とすることも可能で
ある。また、熱放散領域２７を、保護層２６とフレキシ
ブルプリント配線板１８の間だけでなく、有機電界発光
素子１３と保護層２６との間にも設けることも考えられ
る。
【００５３】上記実施の形態においては、電子機器１０
として、表示装置１１を備えたテレビジョン受像機の場
合について説明したが、本発明は、表示装置１１を備え
た他の電子機器にも適用することができる。例えば、携
帯電話機、ＰＤＡ（PersonalDigital Assistant）、ラ
ップトップ型コンピュータなどの携帯情報端末、デスク
トップ型コンピュータなどの小型のものから、電車や飛
行機の運行予定を表示するなどのために用いられる一行
表示型から中型、大型までの各種情報表示装置、街頭や
コンサート会場などで用いられる超大型の情報・表示装
置などへの適用が考えられる。
【００５４】
【発明の効果】以上説明したように請求項１ないし請求
項７のいずれか１項に記載の表示装置、または請求項８
ないし請求項１２のいずれか１項に記載の表示装置の製
造方法によれば、有機電界発光素子の基板と反対側に、
少なくとも一層の熱伝導層を含む熱放散領域を備えるよ*
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*うにしたので、表示装置の製造プロセスにおいて発生あ
るいは外部から加えられた熱、または表示装置の稼動中
に有機電界発光素子内などにおいて発生した熱を一点集
中させずに、熱放散領域の熱伝導層を介して分散させる
ことができる。例えば、電気的接続部を形成する際の導
電性物質の溶解熱を、電気的接続部の周辺に一点集中さ
せず、熱伝導層を介して分散させ、有機電界発光素子に
伝わる熱を著しく減少させることができる。このよう
に、熱放散領域を設けることにより、熱による有機電界
発光素子の有機電界発光層への悪影響が軽減され、有機
電界発光素子の劣化を防ぐことができる。したがって、
この表示装置においては、画素のレイアウトの自由度が
高くなり、開口率を向上させることができる。
【００５５】特に、請求項３または請求項４記載の表示
装置、または請求項１０または請求項１１記載の表示装
置の製造方法によれば、熱放散領域には、熱伝導層と、
熱伝導層の一方の面に接する断熱層とを含ませるように
したので、例えば、導電性物質の溶解熱は、まず断熱層
により遮断され、断熱層により遮断されなかった余剰の
熱だけが熱伝導層内で分散されることになり、有機電界
発光素子の有機電界発光層に伝わる熱を一層減少させる
ことができる。
【００５６】また、特に、請求項２記載の表示装置、ま
たは請求項９記載の表示装置の製造方法によれば、さら
に保護層を設けて、熱放散領域を設ける位置を、その保
護層と配線基板との間としたので、保護層に伝わる熱が
少なくなり、保護層の材料の選択の幅が広くなる。
【００５７】加えて、特に、請求項５または請求項６記
載の表示装置、または請求項１２記載の表示装置によれ
ば、熱伝導層または断熱層は、容易に入手可能な一般的
な材料であるポリマーから構成され、しかも、成膜方法
は真空中での蒸着またはスパッタリングなどの一般的な
方法を採用することができる。
【００５８】また、特に、請求項７記載の表示装置によ
れば、基板の周縁部において、熱伝導層の周縁部を露出
させるようにしたので、熱伝導層内に分散した熱を放出
することができ、有機電界発光素子の劣化が効果的に防
止される。
【００５９】請求項１３記載の電子機器によれば、本発
明の表示装置を備えるようにしたので、熱による有機電
界発光層に対する悪影響が軽減され、ひいては有機電界
発光素子の劣化を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係る表示装置の一部を
基板の裏面側から見た拡大分解斜視図である。
【図２】図１に示した表示装置の基板の裏面の概略構成
を表す平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図であ
る。
【図４】図３に示した有機電界発光素子を、一部切り欠
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いて示す斜視図である。
【図５】図３に示した熱放散領域の作用を説明するため
の説明図であり、熱放散領域を備えていない場合の図で
ある。
【図６】図１に示した表示装置を含む電子機器の外観を
表す斜視図である。
【図７】図１に示した有機電界発光素子の変形例を表す
断面図である。
【図８】図１に示した有機電界発光素子の他の変形例を
表す断面図である。
【図９】図１に示した有機電界発光素子のさらに他の変
形例を表す断面図である。
【符号の説明】 *
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*１０…電子機器、１１…表示装置、１１Ａ…外側ケー
ス、１２…基板、１２Ａ…表面、１２Ｂ…裏面、１２Ｃ
…アラインメントマーク、１３…有機電界発光素子、１
４…画素（発光点）、１５…接続ポイント、１６…駆動
用ＩＣ、１７…駆動回路基板、１７Ａ，１７Ｂ…コネク
タ、１８，１９…フレキシブルプリント配線板、１８
Ａ，１８Ｂ…孔、１８Ｃ，１８Ｄ…導電膜、１８Ｅ…電
気的接続部、２１…基板側保護層、２２…第１の電極
層、２３…有機電界発光層、２４…第２の電極層、２５
…絶縁層、２６…保護層、２７…熱放散領域、２８…熱
伝導層、２９，２９Ａ，２９Ｂ…断熱層、３０…接着
剤、３１…第１のプラグ、３１Ａ…第１の電極パッド、
３２…第２のプラグ、３２Ａ…第２の電極パッド

【図１】

【図２】 【図５】
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5C094/AA13 5C094/AA14 5C094/AA31 5C094/AA43 5C094/AA47 5C094/AA48 5C094/AA53 5C094
/AA55 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/DA07 5C094/DA09 5C094/DA12 5C094/DA13 5C094/DB01 
5C094/DB03 5C094/DB05 5C094/EA02 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094/EB02 5C094/FA01 5C094
/FA02 5C094/FB01 5C094/FB02 5C094/FB12 5C094/FB15 5C094/FB20 5C094/GB10 5G435/AA03 
5G435/AA07 5G435/AA14 5G435/AA16 5G435/AA17 5G435/AA18 5G435/BB05 5G435/CC09 5G435
/EE36 5G435/EE43 5G435/HH12 5G435/HH14 5G435/HH20 5G435/KK05 5G435/KK10 3K107/AA01 
3K107/BB01 3K107/CC24 3K107/CC36 3K107/DD02 3K107/DD38 3K107/DD39 3K107/EE46 3K107
/EE48 3K107/EE49 3K107/EE50 3K107/EE57 3K107/GG04 3K107/GG05

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供一种图像显示装置，该图像显示装置能够抑制由于热引起的
有机电致发光元件的劣化，像素布局的自由度高，并且能够提高开口
率。 解决方案：包括导热层28的散热区域27形成在有机电致发光器件13
上，其间插入有保护层26。 第一插头31和第二插头32在与有机电致发光
器件13分离的位置处形成为连接点。 柔性印刷线路板18的多个孔18A，
18B与第一和第二插头31、32对准，并且焊料在多个孔18A，18B中熔化
以形成电连接部18E。 然后，将挠性印刷线路板与第一插头31和第二插
头32电连接。 如箭头B所示，焊料的熔化热通过导热层28散布。 由于散
热区域27包括隔热层29，因此焊料的熔化热首先被隔热层29阻挡。
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